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附件一：2023年度研究院开放基金重点支持领域

方向一：光电子芯片封装测试与硅基激光器需求分析

针对光电子芯片（尤其是硅基光电子芯片）封装与测试，以及硅

基激光器的市场需求和发展趋势开展调研，形成调研报告。主要内容

包括：

（1）目前国内外相关封测平台、封测企业的发展现状（业务范

围、技术能力、市场占有率等）；光电子芯片封测热门技术（如光电

共封装）发展前景和市场需求；光电子芯片封测商业模式与未来发展

趋势。

（2）硅基激光器在不同领域（如：相干光通信、光纤传感、光

互联、激光雷达、微波光子、量子信息、光计算等）的应用需求；硅

基激光器市场前景评估（市场规模、发展前景、国内外发展现状等）；

不同应用对激光器性能指标的要求（工作波段、工作方式、激光线宽、

输出光功率、强度噪音、稳定性等技术指标，以及外围驱动形式、功

耗、工作环境等）。

（说明：本项目为面上项目，支持额度不超过（含）20 万元，研究

期限为一年）

方向二：雷达时频同步机理分析与光纤时频同步技术应用研究

雷达是现代战争中获取信息的重要手段 在现代电子战和未来的

信息战中具有极其重要的地位。随着战场作战任务的变化，和新理论、

新技术和新器件的出现，多/双基地、分布式数字阵列雷达等得到重
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视和应用。以多/双基地雷达具备较好的“四抗 ”（抗反辐射导弹、

抗电子干扰、抗低空入侵和抗隐形能力），能有效解决单基地雷达所

存在的诸多技术缺陷，对提高我军现有雷达防空网整体水平具有重要

意义。主要内容包括：

（1）针对雷达信号的相参性，研究分布式信号的产生、接收和

处理对时间和频率同步的要求，提出系统方案，明确定量指标和设备

设计实现方法。

（2）分析不同体制、不同频段雷达时频同步机理，研究其对时

频同步的战技术要求，开展光纤时频同步技术及其产品进行应用方案

研究，从而牵引光纤时频同步产品的应用和新产品研发。

（说明：本项目为面上项目，支持额度不超过（含）20 万元，研究

期限为一年。申请者在撰写申请书时，请确保内容不涉密）


